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Kontaktstifte - Priifadapter

Designempfehlung fiir Leiterplatten

Um eine prozesssichere und wirtschaftliche Priiflosung zu realisieren, ist es ratsam, bereits bei der Leiter-
plattenentwicklung folgende Punkte zu beriicksichtigen:

- Fur die Positionierung der Leiterplatte auf dem Adapter sind zwei Bohrungen mit einem Durchmesser von 3,0mm
(oder groRer) vorhanden. Diese Bohrungen haben einen groRtmoglichen Abstand zueinander sowie eine Lage-
und GroéBentoleranz von +/- 0,05mm oder enger.

- Fur eine Standardkontaktierung ohne zusatzliche Fiihrung der Kontaktstifte haben die Testpads einen Durchmesser
von 0,6 mm oder groBer. Durch Flihrung der Kontaktstifte konnen Testpads ab 0,4 mm Durchmesser prozesssicher
kontaktiert werden (Grundlage hiefir sind eine Lage- und GroRentoleranz von Testpads und Fangbohrungen von +/-
0,05mm oder enger.)

- Das Raster (der Abstand von Testpunkt zu Testpunkt) betragt 50 Mil (1,27 mm) oder gréRer, ab einem Raster von
75 Mil (1,91mm) kann eine Standardkontaktierung ohne zusétzliche Fiihrung der Hilsen erfolgen.

- Um Beschédigungen an Bauteilen zu vermeiden haben Testpads mindestens 1 mm Abstand zu Bauteilen. Ab einer
Bauteilhohe von 5 mm habe Testpad mindestens 2 mm Abstand zu Bauteilen da es sonst zu Interferenzen von Aus-
frasungen fur Bauteile mit Testpunkten kommen kann bzw. Kontaktstifte beim SchlieBen des Adapters mit Bauteilen
kollidieren.

- Fur die Positionierung der Niederhaltestempel (Top) und Priflingsauflagen (Bottom) stehen ausreichend Freiflachen
ohne Bauteile und ohne Leiterbahnen zur Verfligung.

Sollten einer der aufgefiihrten Punkt nicht erfullt werden kénnen muss im Detail gepriift werden ob eine prozesssichere
Kontaktierung moglich ist. Nehmen Sie hierzu bitte Kontakt zu lhrem technischen Ansprechpartner bei INGUN auf.




